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CPU A GPU

Akcelerowane obliczenia na uktadach GPU to wykorzystanie procesora graficznego (uktadu GPU) wspdlnie z
jednostka CPU do akceleracji obliczenh w aplikacjach z dziedziny gtebokiego uczenia, analityki i inzynierii. Wprowadzone
w 2007 roku przez firme NVIDIA akceleratory GPU wykorzystywane sg obecnie w wydajnych energetycznie centrach
danych w rzadowych laboratoriach, na uczelniach, w przedsiebiorstwach oraz matych i srednich firmach na catym
Swiecie. Odgrywajg duzg role w przyspieszaniu dziatania aplikacji na wielu platformach, od sztucznej inteligencji po
samochody, drony i roboty.

Najbardziej zaawansowane procesory graficzne uzywane sg obecnie w niezaleznych urzgdzeniach, ktére nazywa sie
»dedykowanymi kartami graficznymi”. Takie karty montuje sie na ptytach gtéwnych, za pomoca dedykowanych
do takich zastosowan zigcz jak PCI Express x16 lub starsze AGP charakteryzujgcych sie odpowiednio duza
przepustowoscia transferu danych dla réznych kart. Procesory graficzne projektowane sg do wspoétpracy z pamiecia
RAM znajdujacg sie na kartach graficznych (obecnie jest to wersja GDDR5). Dzieki technologiom CrossFire i SLI
nowoczesne ptyty gtdwne pozwalajg na wspoétprace wielu procesoréw graficznych réwnoczesnie na jednej platformie,
zwiekszajgc tym samym wydajnosc¢ catego systemu.
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Parametry procesora

Architektura

CIsC (ang. Complex Instruction Set
Computing) - mikroprocesor ma bogaty zestaw
instrukcji o duzych mozliwosciach,

RISC (ang. Reduced Instruction Set
Computing) - ma prostszy i mniejszy zestaw
instrukcji,

VLIW (ang. Very Long Instruction Word) -
pozwala na tgczenie wielu prostych instrukcji w
jeden wielki opcode,

MISC (ang. Minimal Instruction Set Computing)
- posiada minimalny zestaw instrukcji,

ZISC (ang. Zero Instruction Set Computing) -
ma zerowy zestaw instrukcji.

taktowanie rdzenia

spos6b sterowania praca uktadéw cyfrowych,
polegajacy na dostarczeniu przez zegar sygnatu
elektrycznego (w zatozeniu zwykle prostokatnego) o
okreslonej czestotliwosci (czestotliwos¢ taktowania).

Uktady takie (np. mikroprocesory, kosci pamieci)
wykonuja jedng podstawowa, jednostkowg operacje

za kazdym razem kiedy dotrze do nich impuls
taktujgcy. Tak wiec np. procesor taktowany
czestotliwoscia 1 GHz wykonuje 1 miliard

podstawowych operacji w ciggu sekundy. Taka
pojedyncza operacja nie powinna by¢ mylona z
wykonaniem pojedynczego rozkazu, gdyz zwykle w
celu jego wykonania procesor musi zrealizowa¢ kilka
operacji, w zwigzku z czym wykonanie rozkazu
zajmuje kilka taktow.

llos¢ rdzeni

Rdzeh procesora to fizyczna czes¢ procesora
odpowiedzialna za wykonywanie operacji
obliczeniowych. W przesziosci wszystkie procesory
dla uzytkownikéw indywidualnych sktadaty sie z
jednego rdzenia. Obecnie, aby powiekszy¢
wydajnos¢ procesora ,doktada” sie kolejne rdzenie.
Generalnie im wiecej rdzeni tym procesor jest
wydajniejszy.

typ podstawki

Gniazdo procesora (ang. CPU socket lub CPU slot) -
rodzaj ztacza znajdujgcego sie na ptycie gtéwnej; petni
ono role interfejsu pomiedzy procesorem a pozostatymi
elementami systemu komputerowego, umozliwiajac jego
wspotprace z systemem za posrednictwem odpowiednich
magistrali i uktadéw znajdujacych sie na ptycie gtéwnej.

Na kazdej ptycie gtéwnej znajduje sie przynajmniej jedno
takie gniazdo; determinuje ono rodzaj procesora, jaki jest
przez nig obstugiwany.

Typ gniazda dla procesora musi by¢ zgodny z okreslonym
procesorem. Dla danego typu gniazda charakterystyczny
jest ksztatt, napiecie rdzenia, predkos¢ magistrali
systemowej oraz inne cechy. Na przyktad Slot 1 -
Celeron, Pentium II, Pentium III.

napiecie rdzenia

Aby uzyska¢ szybsze taktowanie, trzeba
takze zwiekszy¢ napiecie =zasilania rdzeni
procesora (CPU Core Voltage, w skrécie CPU
Vcore).

Wraz ze wzrostem czestotliwosci
napiecia zasilania w ogromnym stopniu
zwiekszac sie bedzie ilos¢ ciepta
wydzielanego przez procesor. Kazdy uktad
moze pracowa¢ tylko do okreslonej
temperatury. Po jej przekroczeniu nastgpi
wytaczenie lub zredukowanie czestotliwosci i
napiec.

pracy i

Overclocking

Przetaktowywanie (ang. overclocking, potocznie
podkrecanie) - zwiekszanie szybkosSci pracy
(zwiekszeniu taktowania zegara) i wydajnosci
sprzetu komputerowego, np. procesora, karty
graficznej czy pamieci RAM za pomocag
odpowiedniego oprogramowania lub zmiany
pewnych ustawieh BIOS-u (w przypadku CPU i
RAM-u). W starszych modelach ptyt gtéwnych
do przetaktowywania uzywano zworek Ilub

przetgcznikéw DIP. Wiekszo$¢ zaawansowanych
overclockeréw nierzadko ingeruje w elektronike
skomplikowanym

sprzetu, poddajac ja
modyfikacjom.




Parametry procesora

predkosc¢ FSB

Front side bus (FSB) - wystepujgca w wielu
architekturach komputeréw PC magistrala
taczaca procesor z kontrolerem pamieci
(najczesciej zlokalizowanym w mostku

pétnocnym). Skitada sie ona z linii
adresowych, linii danych oraz linii
sterowania. Parametry FSB (liczba linii

poszczegblnych  typdw, czestotliwosc)
zalezne sg od zastosowanego procesora.
Jego nastepcami sg DMI oraz QPI dla
platform zawierajgcych procesor Nehalem.

pamied procesora - rejestry

Rejestry procesora - komérki pamieci o niewielkich rozmiarach
(najczesciej 4/8/16/32/64/128/256 bitdw) umieszczone wewnatrz
procesora i stuzace do przechowywania tymczasowych wynikéw
obliczen,, adreséw lokacji w pamieci operacyjnej itd. Wiekszos¢
procesoréw  przeprowadza dziatania  wyfacznie  korzystajac  z
wewnetrznych rejestréw, kopiujac do nich dane z pamieci i po
zakonczeniu obliczen odsytajac wynik do pamieci.

Rejestry procesora stanowig najwyzszy szczebel w hierarchii pamieci,
bedac najszybszym z rodzajéw pamieci komputera, zarazem najdrozsza
w produkcji, a co za tym idzie - o najmniejszej pojemnosci. Realizowane
zazwyczaj za pomoca przerzutnikéw dwustanowych, z reguty jako
tablica rejestrow (blok rejestréw, z ang. register file).

Liczba rejestréw zalezy od zastosowania procesora i jest jednym z
kryteriéw podziatu procesoréw na klasy CISC i RISC. Proste
mikroprocesory maja tylko jeden rejestr danych zwany akumulatorem,
procesory stosowane w komputerach osobistych - kilkanascie,
natomiast procesory w komputerach serwerowych moga mieé ich
kilkaset.

predkos¢ procesora

W chwili obecnej wydajnos$¢ procesora zalezy od:

« architektury procesora (procesory AMD i
Intela oraz poszczegdlne serie réznig sie od
siebie budowg i zestawem obstugiwanych
instrukcji podstawowych),

« czestotliwosci taktowania (im wyzsza, tym
procesor szybszy),

» ilosci pamieci podrecznej
uktad wydajniejszy),

e liczby rdzeni (im wiecej, tym teoretyczna
szybkos$¢ procesora wieksza).

(im wiecej, tym

liczba watkow

Wielowatkowos$¢ odnosi sie do procesoréw. Oznacza
mozliwos¢ jednoczesnego wykonywania wielu watkéw
sprzetowych na pojedynczej jednostce wykonawczej -
rdzeniu (ang. core).

Wielowatkowos¢ w procesorach mozliwa jest dzieki
temu, ze nie wszystkie czesci jednostki wykonawczej
sg w jednakowym stopniu wykorzystywane przez
pojedynczy watek (cigg instrukcji). Nieaktywne czesci
jednostki wykonawczej moga w tym czasie wykonywac
inny watek zwiekszajac efektywnos¢ wykorzystania
catego procesora. W zaleznosci od rodzaju technik
zastosowanych do obstugi dodatkowych watkéw
sprzetowych spotyka sie od 2 (najczesciej) do nawet 8
watkéw sprzetowych na pojedynczy rdzeh procesora
(core).

pamiec podreczna

(ang. CPU cache) - jest pamiecig typu SRAM (pamiec
statyczna) o krétkim czasie dostepu. Zlokalizowana
jest czesto bezposrednio w jadrze procesora.
Zastosowanie wielopoziomowej hierarchii pamieci
podrecznej zmniejsza $redni czas dostepu do pamieci
gtéwne;j.

Wspobtczesnie stosuje sie 2 i 3-poziomowe pamieci
podreczne. Najwazniejszymi parametrami
funkcjonalnymi pamieci podrecznych sa: pojemnos¢ i
czas dostepu. Pod wzgledem budowy mozna wyrdznic
3 podstawowe typy organizacji pamieci: - pamiec
catkowicie skojarzeniowa (ang. fully associative) -
pamie¢ z odwzorowaniem bezposrednim (ang. direct-
mapped) - pamieé wielodrozna (set-associative)

Producent

Intel, AMD, Via, Apple




Samsung Galaxy S4

Seria Qualcomm Snapdragon

Nazwa roboczaKrait-300
1700 MHz

Pamiec 1. poziomu 32 KB

Taktowanie

Pamiec 2. poziomu 2048 KB
Liczba rdzeni / watkow4 / 4
Technologia wytwarzania 28 nm

Cechy 32-bit dual-channel LPDDR3,
Bluetooth 4.0,
802.11a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)

GPU Qualcomm Adreno 320
64-bitybrak obstugi 64-bitéw

1080p HD Capture
and Playback

DTS-HD and Dolby
Digital Plus audio

600 PROCESSOR

Krait 300 CPU provides
improved, sustained

performance in a il
mobile power profile
Speed enhanced Support for up

Adreno 320 GPU 2048x1536 + 1080p

external display

Hexagon QDSPé6 for ultra
low power applications

I1Zat GNSS

Integrated 802.11n/ac, USB 2.0
and BT 4.0 offer broad array
of high-speed connectivity




Toshiba Satelite C55-A-1RH

Intel® Pentium® Processor N3520

Intel Pentium N3520 / N3530 / N3540

Wydajnos¢:

Liczba rdzeni 4

Liczba watkéw 4

Bazowa czestotliwos¢ procesora 2.17 GHz
Czestotliwos¢ zwiekszania mocy 2.42 GHz
Cache 2 MB

TDP 7,5 W

Moc znamionowa dla scenariusza uzycia (SDP, Scenario Design Power) 4,5 W

Zakres napiecia VID 0.40V - 1.14V
Dane techniczne pamieci:

Maks. wielko$¢ pamieci (w zaleznosci od rodzaju pamieci) 8 GB
Rodzaje pamieci DDR3L 1333
Maks. liczba kanatéw pamieci 2

Dane techniczne grafiki:

Uktad graficzny procesora % Intel® HD Graphics

Czestotliwos¢ podstawowa uktadu graficznego 313.00 MHz
Czestotliwos¢ zwiekszania mocy uktadu graficznego 854.00 MHz
Maks. czestotliwos¢ dynamiczna uktadu graficznego 854.00 MHz
Liczba obstugiwanych wyswietlaczy £ 2

Opcje rozszerzen:

Wersja PCI Express 2.0
Maksymalna liczba linii PCI Express 4

Specyfikacja obudowy:

Obstugiwane gniazda FCBGA1170

Maks. konfiguracja procesora 1

Wymiary obudowy 25mm x 27mm

Dostepne opcje obnizonej zawartosci halogenkéw MDDS

Intel Core i7-4980HC.
Intel Core i7-4870HC.
Intel Core i7-4720HC.
Intel Core i7-4710HCQ.
Intel Core i7-3600U
Intel Core i7-3500U
Intel Core i7-4510U
Intel Core i3-3300U
Intel Core i3-3200U
Intel Core i3-4210U
Intel Core M 5Y70
Intel Core i3-3010U
Intel Core i3-3005U
Intel Core M 5Y10
Intel Core i3-4030U
AMD AS-6410

AMD AB-6310

Intel Pentium 3805U

Intel Pentium N3520 /...

Intel Atom x7 28700
Intel Celeron 3205U

Intel Celeron N2830 / N2840
Intel Atom Z3735 / Z3740

AMD E1-6010

PassMark CPU Benchmark

(as of 06/02/15, values are approximate)
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Komputer dla gracza

Kod producenta

Model

Typ gniazda
Technologia wykonania
Rdzen

Liczba rdzeni

Liczba watkow
Czestotliwosc taktowania
Cache L1

Cache L2

Cache L3

Instrukcje multimedialne

Informacje dodatkowe

Moc termalna

Wersja

FDO9370FHHKWOF

Procesor

AMD FX-95370 X8

= AMD
FX 9370

; X8 4400MHz AM3

4.40 GHz (turbo 4.70 GHz)

L1-4x 64 KB (instrukcje), 8 x 16 KB (dane)
L2-2MB

L3-8MB

MM3, SSE, 55E2, S5E3, 55E4.x
AES

Advanced Bit Manipulation
Advanced Vector Extensions
AMDE4 technology
Wirtualization technology
Enhanced Virus Protection

Turbo Core 3.0 technology

Dual-channel DDR3 memory controller

HyperTransport technology
220W

BOX




Profesjonalna stacja graficzna

Procesor Intel Core

Wydajnosé

Liczba rdzeni 10

Liczba watkow 20

Bazowa czestotliwos¢ procesora 3.00 GHz

Maks. czestotliwos¢ turbo 3.50 GHz

Cache 25 MB

Czestotliwos¢ technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0 1 4.00 GHz
TDP 140 W

Specyfikacja obudowy

Obstugiwane gniazda FCLGA2011-3

Maks. konfiguracja procesora 1

Dostepne opcje obnizonej zawartosci halogenkéw Patrz MDDS

Dane techniczne pamieci

Maks. wielko$¢ pamieci (w zaleznosci od rodzaju pamieci) 128 GB
Rodzaje pamieci DDR4 2400/2133

Maks. liczba kanatéw pamieci 4

Obstuga pamieci ECC £ Nie

17-6950X 3.0 GHz

Technologie zaawansowane

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0  Tak

Technologia Intel® Turbo Boost 1 2.0

Technologia Intel® vPro ¥ Nie

Technologia Intel® Hyper-Threading £ Tak

Technologia Intel® Virtualization (VT-x) 1 Tak

Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) £ Tak
Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) £ Tak
Intel® 64 § Tak

Zestaw instrukcji 64-bit

Stany bezczynnosci Tak

Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
Technologia Intel® Smart Response Tak

Opcje rozszerzen
Skalowalnos¢ 1S Only

Wersja PCI Express 3.0

Maksymalna liczba linii PCIl Express 40
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